附圖1：系爭專利主要圖式 
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１.第二圖為一記憶體模組之保護裝置之分解圖
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２. 第三圖為一記憶體模組之保護裝置之部分放大圖
附圖2
 1.系爭產品1
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2. 系爭產品2
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3.系爭產品3
4.系爭產品4
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5.系爭產品5
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7.系爭產品7
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附圖3：被證5第1圖係為一記憶體散熱裝置之示意圖
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附圖4：被證6第2圖係為一記憶體散熱裝置之分解圖
附圖5：被證7第三圖係為一散熱器鰭片之立體圖，第五圖為一散熱器鰭片之側視圖。
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附圖6：被證8圖一B係為一散熱片組固定結構圖式與局部放大圖
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附圖7：被證13第2圖係一PCMCIA插槽之退卡結構之示意圖
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附圖8：被證14第2圖係為一散熱器扣件結構之分解圖
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附圖9：被證16圖1係為一扣合裝置之左前側透視圖，圖5係為一扣合裝置之片狀體與操作體分解後之前側視結構圖，圖6係為一扣合裝置之片狀體與操作體分解後之左前側透視圖。
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附表1：系爭專利請求項1與被證5、被證7、被證8之技術對應簡表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證5
技術內容
	被證8
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種組合式散熱片，係包括

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片100，該二散熱片100相對內側面設有導熱膠片120，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤101及具有扣接孔102之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔102；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤101前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤101可伸入扣接孔102內，俾令二散熱片100可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組200，而導熱膠片120係可貼置在散熱片100之內側面；
	卡勾11扣入卡槽12內後，使兩散熱片1扣合，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔102寬度等於上段面之扣接孔102寬度
	卡槽12水平側的寬度比垂直側的寬度寬， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫；
	卡勾11端部之一側延伸出卡榫11A，卡榫11A的寬度約等於卡槽12水平側的寬度，但大於卡槽12垂直側的寬度， 

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤101扣入該扣孔座上段面扣接孔102內，使二散熱片100可相互扣合，惟被證5之扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫。
	當卡勾11扣入卡槽12內後，藉由卡榫11A對該卡槽12垂直側形成止擋，而使兩散熱片1扣合。


附表2：系爭專利請求項1與被證6、被證7、被證8之技術對應簡表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證6
技術內容
	被證8
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片10，該二散熱片10相對內側面設有導熱膠片30，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤15及具有扣接孔16之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔16；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤15前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤15可伸入扣接孔16內，俾令二散熱片10可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組，而導熱膠片30係可貼置在散熱片10之內側面；
	卡勾11扣入卡槽12內後，使兩散熱片1扣合，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔16寬度等於上段面之扣接孔16寬度
	卡槽12水平側的寬度比垂直側的寬度寬， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫；
	卡勾11端部之一側延伸出卡榫11A，卡榫11A的寬度約等於卡槽12水平側的寬度，但大於卡槽12垂直側的寬度， 

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤15扣入該扣孔座上段面扣接孔16內，使二散熱片10可相互扣合，惟被證6之扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫。
	當卡勾11扣入卡槽12內後，藉由卡榫11A對該卡槽12垂直側形成止擋，而使兩散熱片1扣合。


附表3：系爭專利請求項1與被證5、被證13之技術對應簡表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證5
技術內容
	被證13
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片100，該二散熱片100相對內側面設有導熱膠片120，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤101及具有扣接孔102之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔102；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤101前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤101可伸入扣接孔102內，俾令二散熱片100可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組200，而導熱膠片120係可貼置在散熱片100之內側面；
	定位部32穿設過裝置區14、導槽區13，使退卡座1與滑動片3組合在一起，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔102寬度等於上段面之扣接孔102寬度
	導槽區13呈細長形並與一裝置區14相連通，裝置區14的寬度大於導槽區13的寬度， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫；
	T字型之定位部32之前緣寬度約略等於裝置區14的寬度，但大於導槽區13的寬度， 

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤101扣入該扣孔座上段面扣接孔102內，使二散熱片100可相互扣合，惟被證5之扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫。
	定位部32穿設過裝置區14，藉由定位部32之前緣對該導槽區13形成止擋，不會發生脫落之現象。


附表4：系爭專利請求項1與被證5、被證14之技術對應簡表：
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證5
技術內容
	被證14
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片100，該二散熱片100相對內側面設有導熱膠片120，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤101及具有扣接孔102之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔102；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤101前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤101可伸入扣接孔102內，俾令二散熱片100可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組200，而導熱膠片120係可貼置在散熱片100之內側面；
	固定件7兩側板72的扣板74對應嵌扣於折板53的扣孔55內，使扣座5與固定件7組合在一起，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔102寬度等於上段面之扣接孔102寬度
	扣孔55之上側寬度大於扣孔55之下側寬度， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫；
	扣板74端部二側各延伸出一卡榫，且扣板74之前緣寬度約等於扣孔55之上側寬度，但大於扣孔55之下側寬度，

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤101扣入該扣孔座上段面扣接孔102內，使二散熱片100可相互扣合，惟被證5之扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫。
	當折板53扣入上側之扣孔55內，藉由卡榫對該下側之扣孔55形成止擋，而使扣座5與固定件7扣合。


附表5：系爭專利請求項1與被證6、被證13之技術對應簡表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證6
技術內容
	被證13
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片10，該二散熱片10相對內側面設有導熱膠片30，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤15及具有扣接孔16之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔16；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤15前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤15可伸入扣接孔16內，俾令二散熱片10可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組，而導熱膠片30係可貼置在散熱片10之內側面；
	定位部32穿設過裝置區14、導槽區13，使退卡座1與滑動片3組合在一起，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔16寬度等於上段面之扣接孔16寬度
	導槽區13呈細長形並與一裝置區14相連通，裝置區14的寬度大於導槽區13的寬度， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫；
	T字型之定位部32之前緣寬度約略等於裝置區14的寬度，但大於導槽區13的寬度， 

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤15扣入該扣孔座上段面扣接孔16內，使二散熱片10可相互扣合，惟被證6之扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫。
	定位部32穿設過裝置區14，藉由定位部32之前緣對該導槽區13形成止擋，不會發生脫落之現象。


附表6：系爭專利請求項1與被證6、被證14之技術對應簡表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證6
技術內容
	被證14
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片10，該二散熱片10相對內側面設有導熱膠片30，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤15及具有扣接孔16之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔16；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤15前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤15可伸入扣接孔16內，俾令二散熱片10可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組，而導熱膠片30係可貼置在散熱片10之內側面；
	固定件7兩側板72的扣板74對應嵌扣於折板53的扣孔55內，使扣座5與固定件7組合在一起，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔16寬度等於上段面之扣接孔16寬度
	扣孔55之上側寬度大於扣孔55之下側寬度， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫；
	扣板74端部二側各延伸出一卡榫，且扣板74之前緣寬度約等於扣孔55之上側寬度，但大於扣孔55之下側寬度，

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤15扣入該扣孔座上段面扣接孔16內，使二散熱片10可相互扣合，惟被證6之扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫。
	當折板53扣入上側之扣孔55內，藉由卡榫對該下側之扣孔55形成止擋，而使扣座5與固定件7扣合。


附表7：系爭專利請求項1與被證5、被證16之技術對應簡表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證5
技術內容
	被證16
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片100，該二散熱片100相對內側面設有導熱膠片120，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤101及具有扣接孔102之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔102；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤101前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤101可伸入扣接孔102內，俾令二散熱片100可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組200，而導熱膠片120係可貼置在散熱片100之內側面；
	中扣鉤18可扣入中扣孔25 內形成扣合狀態，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔102寬度等於上段面之扣接孔102寬度
	中扣孔25下段的寬度大於中扣孔25上段的寬度， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫；
	中扣鉤18端部一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於中扣孔25下段的寬度，但大於中扣孔25上段的寬度， 

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤101扣入該扣孔座上段面扣接孔102內，使二散熱片100可相互扣合，惟被證5之扣接鉤101之端部並未延伸出一卡榫。
	當中扣鉤18扣入中扣孔25上段，藉由卡榫對中扣孔25上段形成止擋，而使扣合之片狀體10及操作體20不易分離。


附表8：系爭專利請求項1與被證6、被證16之技術對應簡表：
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被證6
技術內容
	被證16
技術內容

	1A
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	一種記憶體模組之保護裝置，係包括
	被上訴人未比對此部分

	1B
	一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座；
	二散熱片10，該二散熱片10相對內側面設有導熱膠片30，且上側緣分別相對垂直折出一對扣接鉤15及具有扣接孔16之扣孔座；
	被上訴人未比對此部分

	1C
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； 
	該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣接孔16；
	被上訴人未比對此部分

	1D
	該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； 
	該扣接鉤15前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片；
	被上訴人未比對此部分

	1E
	該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： 
	該扣接鉤15可伸入扣接孔16內，俾令二散熱片10可相互扣合，同時可在內側形成一空間以容置記憶體模組，而導熱膠片30係可貼置在散熱片10之內側面；
	中扣鉤18可扣入中扣孔25 內形成扣合狀態，

	1F
	上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； 
	該扣孔座下段面的扣接孔16寬度等於上段面之扣接孔16寬度
	中扣孔25下段的寬度大於中扣孔25上段的寬度， 

	1G
	上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； 
	該扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫；
	中扣鉤18端部一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於中扣孔25下段的寬度，但大於中扣孔25上段的寬度， 

	1H
	上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。
	該扣接鉤15扣入該扣孔座上段面扣接孔16內，使二散熱片10可相互扣合，惟被證6之扣接鉤15之端部並未延伸出一卡榫。
	當中扣鉤18扣入中扣孔25上段，藉由卡榫對中扣孔25上段形成止擋，而使扣合之片狀體10及操作體20不易分離。
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